rapides. Ainsi, less Y B sants n'occupe pasla

composants enterrés
(dits €également

primés se heurtent-ils

le domaine des actifs,

notamment au déploiement des
systemes sur une puce (SoC pour
«System on Chip»). En outre, sur

UNE SPECIFICATION POUR
LES CONDENSATEURS
ENTERRES

Ticer Technologies, une société
américaine spécialisée dans

les matériaux, notamment

les matériaux résistifs servant a
la fabrication de passifs enterrés,
a participé a la rédaction

d’une spécification pour

les condensateurs passifs
enterrés dans un circuit imprimé
rigide. Référencée IPC-4821,
cette spécification a été définie
au sein de U'IPC américaine

par Ticer de concert avec Dupont
et Northrop Grumman.
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«A fréquence élevée,
L'utilisation de passifs

. L enterrés améliore les
enfouis ou integres) performances et lintégrité
dans les circuits im- du signal en réduisant les
parasites et les pertes

. : associées», indique

aux progres continus | gyrent Bodin, directeur
de l'intégration dans général de Cimulec.

place que ses fans lui
réservaient des
I'aube de I'an 2000.
Ce n’est pourtant
pas faute d'innova-
tions. Dernierement,
par exemple, le fabri-
cant ameéricain Prin-
ted Circuits a ajouté a son cata-
logue l'intégration de passifs
dans des circuits imprimeés flexi-
bles ou semi-flexibles. Ces cir-
cuits sont utilisés dans les téle-
phones mobiles et dans d'autres
appareils nomades (baladeurs
MP3 etc.) ainsi que, et de plus en
plus, dans les materiels medi-
caux portables (tensiometres,
etc.). Dans les faits, plusieurs
fabricants de circuits imprimés
proposent depuis plusieurs
années 'enfouissement de pas-
sifs. Des 2007, 'autrichien AT&S
etl'italien Somacis l'annoncaient.
En France, Cimulec et le groupe
Cire sont des spécialistes de ce
domaine. Toutefois, entre ceux
qui 'annoncent et ceux qui en
maitrisent la fabrication en série,

Etape 4

Gravure du nickel-phosphore

Etape 8

&mi - 17‘

Enlévement du film sec (strippage)

Cimulec utilise depuis 13 ans une techniqgue film mince pour laquelle le matériau

de base est [ Ohmega-Ply.

la distance reste grande. A vrai
dire, il est méme difficile de juger
tant la demande fait defaut.

Pourtant, les arguments en
faveur de cette technologie ne
manquent pas. « L'utilisation de
passifs enterrés fait gagner de
la place, notamment avec la
technologie film mince, et, en
cas de travail a fréquence éle-
vée, elle améliore les performan-
ces et l'intégrité du signal en
réduisant les parasites et les
pertes associées », résume ainsi
Laurent Bodin, directeur général
de Cimulec. L'enfouissement
des passifs pourrait faire gagner
beaucoup de place sur une carte
de micro-ordinateur puisque,
selon un rapport de la Nemi

Source: Cimulec

ameéricaine (datant de 2002, mais
les ordres de grandeur demeu-
rent les mémes aujourd’hui), les
passifs représentent 73 % des
composants contre 5% pour les
circuits intégres. Ils occupent
40 % de la surface de la carte,
comptent pour 30 % des brasu-
res et 90 % du temps de place-
ment. Dans les téléphones mobi-
les, le nombre de passifs est de
15 a 20 fois supérieur au nombre
d’actifs. D’ailleurs, Motorola a
utilisé I'enfouissement de pas-
sifs dans un module hyperfré-
quence de téléphone extra-plat
des le début des années 2000.
Aujourd'hui, des fabricants asia-
tiques de PC portables en utili-
sent. Des sociétés spécialisées
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